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Vorwort: 
 
 
 Das vorliegende Skriptum basiert auf den Unterlagen zur Vorlesung "Physik und 
Technologie Dünner Schichten". Die Grundversion wurde von Dr. Anton Bergauer im Jahre 
1993 verfasst. Ab 2000 wurde das Skriptum regelmäßig von Dr. Christoph 
Eisenmenger-Sittner aktualisiert. Mit Beginn des Studienplanes 2006 wurde die vierstündige 
Vorlesung "Physik und Technologie Dünner Schichten" in zwei alleistehende, zweistündige 
Vorlesungen, "Technologie Dünner Schichten", LVA 138 030 und "Physik Dünner 
Schichten", LVA 130 032, aufgeteilt. Gemeinsam umfassen diese beiden Lehrveranstaltung 
den gesamten Stoff dieses Skriptums. Die Unterscheidung zwischen den Vorlesungsinhalten 
wird im Skriptum durch Schrifttypen wie folgt gekennzeichnet. 
 
  Inhalte, welche die LVA 138 030, "Technologie Dünner Schichten" betreffen, sind im 
Schrifttyp "Areal" gehalten. Die Vorlesung umfasst die wesentlichen Technologien der 
Schichtabscheidung aus der gasförmigen und flüssigen Phase sowie die wichtigsten 
Methoden zur Charakterisierung dünner Schichten im Hinblick auf z. B. Dicke, mechanische, 
elektrische und optische Eigenschaften. Auch die wichtigsten Anwendungen dünner 
Schichten wederden diskutiert. Die Vorlesung zielt insbesondere auf Studierende im 
Baccalaureatsstadium ab und verzichtet weitgehend auf eine tiefere Analyse der 
präsentierten Verfahren und Methoden. 
 
 Inhalte, welche die Die LVA 138 032, "Physik Dünner Schichten" betreffen, sind im 
Schrifttyp "Areal kursiv" gehalten. Die Vorlesung befasst sich mit den der 
Schichtabscheidung und Schichtbildung zugrundeliegenden physikalischen Prinzipien. Es 
werden die physikalischen Grundlagen der Vakuumtechnik, die Freisetzung von Atomen aus 
Festkörpern durch thermische oder mechanische Prozesse sowie die Elementarprozesse 
der Schichtabscheidung aus der Gasphase diskutiert. Weiters werden die Gründe erörtert, 
warum sich die mechanischen, elektronischen und optischen Eigenschaften dünner 
Schichten von denen des dreidimensionalen Festkörpers unterscheiden. Die Vorlesung zielt 
auf Studierende im Diplom (Master) Stadium ab und setzt daher eine gewisse Vertrautheit 
mit weiterführenden mathematischen und physikalischen Methoden (z. B. 
Verteilungsfunktionen, Transporttheorie, Thermodynamik) voraus. 
 
  Inhalte, welche in beiden Vorlesungen behandelt werden (diese Teilmenge wurde 
naturgemäss so weit als möglich beschränkt, kann aber nicht ganz vermieden werden) sind 
schlussendlich im Schrifttyp "Times New Roman" gehalten.  
 
  Im Rahmen einer Überarbeitung im Jahre 2017 wurden Hinweise für weiterführende 
Literatur in den Text eingearbeitet, um dem Leser das Aufsuchen relevanter Literaturstellen 
aus grundlegenden Werken zur Dünnschichttechnologie zu erleichtern. Es wurde darauf 
geachtet, die Anzahl der Sekundärliteatur gering zu halten, so dass für das Auffinden von 
Originalzitaten die im jeweiligen Text gegebenen Referenzen herangezogen werden sollten. 
 
 
 
 
 

Wien, August 2017 
C. Eisenmenger-Sittner 
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